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中国半导体产业的展望 

 

作者： Jonathan Woetzel, Andrew Chen 
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中国可望在 2010 年成为全球半导体产业的重镇 

中国可望在 2010 年成为全球半导体产业的重镇。此刻，中国的半导体产业可谓一日千里，

而一项就当地半导体产业所做的研究显示，它在朝向世界级产业中心迈进时，可能另辟蹊径：

它可能以芯片设计为重心，而舍弃让台湾雄踞业界龙头的模式－资金密集式的制造生产。 

 

中国的半导体市场占全球需求量的 6%，仅次于美、日和台湾。一般预料，往后数年间，中国

的芯片产量将以每年 42%的速度急遽成长，年增率远高于全球平均值的 10%。但中国半导体

业的起步较慢：它在 2000 年的产值仅 9 亿美元，其中三分之一输往国外，本地产品仅供应

国内 5%的需求；此外，中国的半导体生产技术至少落后两代，加上美国严格管制先进生产设

备输往中国，因此，它的半导体生产技术得花上数年时间才能迎头赶上。相较之下，台湾从

美国取得先进技术就便捷多了。 

 

此刻中国半导体业的情况，无论市场需求、政府的支持、技术纯熟的程度乃至人才和资金供

应，都和 1990 年的台湾大同小异。当时，台湾半导体业的营收总额仅 4 亿 4 千万美元，十

年后却飙涨至 160 亿美元，其中 16%来自芯片设计，64%为制造收入，20%则是封装测试的所

得。 

 

当年为台湾半导体业的起飞推波助澜的三大因素，也将是带动中国半导体业迈步向前的动力。

首先，台湾本地电子制造业蓬勃发展，因而对半导体需求殷切，进而将台湾推上全球前五大

计算机硬件制造基地的行列。而在 2000 年，中国出产的电子产品已达全球总产量的 7%，营

收计 800 亿美元，耗用的半导体总值估计在 130 亿美元。 

 

其次，台湾有充沛的人力资源，为半导体业的成长源源注入新血。台湾工程师的薪资只有美

国同行的二分之一，有时甚至只有三分之一；而每隔一段时间，便有归国学人加入政府开发

的新竹科学园区，因此工程人员不虞匮乏。至于中国，目前每年毕业的理工科学生约有 40

万人（不包括出国深造的 5 万名研究生），回国服务的留学生和专业人士则约在 5 千人之谱，

后者更为中国引进了最新的西方科技。中国的劳力成本一向低廉，高科技从业人员平均年薪

只有 3000 美元。 

 

第三，台湾政府利用租税减免、政府投资、低利贷款以及研发补助等多项措施，鼓励高科技

人才创业，中国政府也起而效尤：提供半导体业者租税减免，指定上海作为中国半导体业的

核心重镇并鼓励当地政府成立研发中心。此外，一般认为，中国的国营银行也提供无息贷款，
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供业者兴建晶圆厂。 

 

虽说有以上相似之处，但往后中国半导体业的走向将与台湾大异其趣。此后，中国可望专攻

半导体设计（而非制造），以拥有智能财产权的模式为发展主力。中国固然有能力筹募 10 亿

美元甚至更多资金兴建先进的芯片制造厂，却欠缺所需的技术和管理技巧。反之，中国的优

势在于拥有能够设计芯片的软件工程师，以及对芯片殷切的需求。 

 

我们估计，到了 2010 年，中国本土的半导体设计业者，以及摩托罗拉等国内外整合设备制

造商所成立的设计部门，可望供应总值逾 100 亿美元的芯片供中国的电子产品制造业使用。

我们认为，这是相当保守的估计。届时中国每年使用的芯片总值可望达 450 亿美元，而包括

专业代工以及跨国整合组件制造商(IDM)所控制的晶圆厂，合计营收额可望高达 120 亿美元，

生产的低阶芯片可供中国境内八成的数字式与模拟式产品使用。受限于美国的出口禁令，我

们预料中国的芯片制造将以低阶晶圆为重心，而专业代工厂则是以提供设计业者与自身未拥

有芯片制造设备的整合组件业代工服务为主轴。 

 

放眼全球，随着产业标准的确立、投入资金越发庞大，半导体业的版图也逐渐划分成四个区

块：设计、制造、封装测试以及行销。中国和台湾无论在境内或境外市场，最终将可望在半

导体业的价值链上扮演相辅相成的角色。台湾将全力发展尖端制造技术，中国则抢攻劳力密

集的设计与封装测试以及低阶产品制造的版图。台湾的电子业者早已在中国作了大手笔的投

资；此刻便有许多业者纷纷在中国成立设计中心并考虑兴建晶圆制造厂。 
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